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Procedimiento para soldar un conductor metalico de cone

xién & un cuerpo semiconductor.

Solicitande ROBERT BOSCH GMBH,, entifad alemana, residente en
7-Stittgart 1, Repiblica Pederal Alemana.
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La invencion 8e reflcre a un procedimlento
para soluar un conductor metdlico de conexidn a un
cuerpo semiconductor mediante soldadura blanda, en el
qué antes de la soldadura de estas ddé pertes se apli

5. ca soldadure liquida sobre el conductor de conexidn
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por el procedimiento de.tozrentg.

Se conocen procedimicntos de esﬁa‘claae. Con ;
éyuda del procedimiento de torrente pueden en estos do
tarse de un recubrimiento de soldadurs zonas sgperfiw
ciales de cualquier forma de los cohductofes de cone-
xion metéliéos. Pero al aplicarse eate_fecubrimiento
de soldadura no ge puede bajar de una &iefta cantidad
de soldndura minima, que viene dada por el tamafio y la
geometrie de la superficie detcontacto.a'recubrir del
conductor de conexidén, ni ain con los més favorables
parametros (temperatura y velocidad) del torrente de
soldadura., Como consecuencia de esta manifestacidn
aparecen gruesos cordones alAsoldar con el cuerpb éem;
conddbtor. Ademas, al unir por soluadura, la soldadu-
ra ae exprim? saliendo_frecuentemente de los bordes de
las caras de contacto & soldar entre sf, produciéndo- |
se cortocircuitos de soldadura o impediméntda en 8l si-
guiente tratamiento con dcido, | .

La invencidn se fundamenta en el cometido de
eliminar estas desventajas en un procediﬁiento de la
clase menoionaéa al principlo.

Segin ls invencidn este cometido se soluciona

debido a que la cara de contacto del conductor de cone

xidén & soldar con el cuerpo semiconductor se desarrolla

como cara frontal de un saliente en forma de apendice,
¥y porque al aplicar el recubrimiento de soldadura la |
soldadura liquida se aplica también sobre los flancos
laterales del saliente en forma de apéndice. Mediante
esto se coﬁsigue gque 1la tension superficial de la sol-

dadura aplicada en total sobre la cara de contacte solo
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deja que se produzca una fina capa de . goldadurs: al for

marse la superficie minima de soldaduré‘liquida,la na-
yor parte de la soldadura aplicada se desvia hacia los
'flancoa laterales del salienie en forma de apéndice, de
-forma que al unir por soldadura ccn cuerpo semiconduce
tor se logra una celgada junta de soldadura,

El salienie en forma de apénﬁicé se desarro-
1la ventajosamente de manera que su cara frontal que
girve como cara de contacto es una cara plane, y que
sus flancos 1ateralea forman un angulo obtuso oo es%a
care frontal plana.

- la invencidn sé acla:a con detélle aAbase del
dibujo. |
. Lag figuras 1 ¥ 2-mﬁeétran'representaciones
esquematicas del dispos 1bivo;para aplicmr la soldadurs
1{quida,

las figuras 3 y 4 m#estran&én ééccién axial
conductores de conexidn de ejecucién conocida con recu

‘brimiento de soldadura aplicado, que sirven para soldar
a un cuerpdfsemiconductor.
| Las figoras 5 &-6 nuestrah en seccidn axial
conductores de- conexion segun la. 1nven01on -con’ recubri
miento de gnldadura aplicado,.guersirven para soldar &
. un cuerypo .Jemlconductor. '

La flgura 7, muesvra un. elemnnto sepliconduc-
tor de egecuclon conocida en- secclon axlal

la figura 8, muestra un elemetito semiconduc-
tor segun 1& 1nven01on en uecclon axlaJ

Ias figuras 1 ¥ 2, maaatran euquemathamunte

.dlmoosltlvos pare anllcur ohdmuara bl&nda en fﬂrmd 14
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quida . Ia soldadura blanda puede constar de una alea

" cibn de plomo y estafio. El principio del procedimien-

to es en ambos casos el mismo: en un espacio cerrado
hacia fuera, llenado con gas protector_reductof; cuys
delimitacidn estd indicada simbolicamente en 10, me pro
duce.un torrente de soldadura que puede consiaiir por
ejemplo en un chorro de soldadura dirigide 11, el cual
sale de una boquilla y puede estar conducido en un ca-
nal 13, El conductor de conexién a recubrir con solds
dura, que puede estar desarrollado como alambre de co-
bre 14 o como platillo metalico elevado en ol centro
14 (figuras 4 y 6), se pone en contacto con el torren
te de soldadura y se dota en esto de un recubrimiento
de s&idadura 16 y 16' en su cara frontal 15 y 13' res-
pectivémente‘

La; figuras 3 y 4, muestran un semejante recu
brimiento de éoldadura sobre un ccnocido con&uctor de
conexidén 14 y 14', que sirve para soldar a un cuerpo
semiconductor, cuya cara de contacto 15 ¥y 15' es pléna
¥ llega hasta la superficie lateral de la cabeza de for
ma cilindrica l4a del conductor de conexidn 14, o bien
hasta la superficie lateral de la elevacion central lda!
del conductor de conexion 14°', .

El espesor del reeubrimiento>de soldadura de
forma de media lenteja 16 y 16' puede vériarse dentro
de ciertos limites y concretamente de modo conmocido ne
diante variacidn de la temperatura y de la velocidad
del torrente de soldadura, Pero paba muchos casos de
utilizacion el recubrimiento de soldadura aplicado con

ayuda del bafio por torrente es a pevar de todo demesig
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do gruesgo todavia, Tor este motivo los conductores de

wou LN
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conexion 14 y 14’ representados en las figuras 5y 6
presentan en cada caso un saliente en forma de apendi-
ce 14b y 14b' respectivamente., Ia cara de coatacto del
5.  conductor de conexion 14 y>14' se formae en esto por la
cara frontal 15a y 15a' del aaliente en forms de apen-—
dice 14b y 14b' respectivamente. EL salientc 14b y L14b*
estd desarrollado esencianlmente como troaco de cono.
Los flancos latenalés’IBb y 15b' del saliehte en for-
10. ma de apéndice.l4b y 14b' forman en csto un angulc obe
tuso con la cura frontal piana 1%a y 15at, |
AAi aplicar la soldadura liquida sobre el con
ductor de conexion dotado del saliente en forma de apeén
dice se sumerge ésbe en el torrente de soldadurs hasta
15, que hacen coniacto con la soldadura 1{quida tanto la
carg de aontacto lSa y lﬁa"gomo taubien lps flancos
laterales 15h y iﬁb' del saiiente er}fbrma de apéndice
(figera 2). La tensidn superficial de la soldadura
aplicada en total sobre el_conductor de’ conexidn 14 ¥
20, 14 solo deja producirse una delgade capa de soldadura
16a y 1lba! gobre la Eara ue-cgnfacto 158 y 1l%a'. ILa
nayor parte de la soldadura- apllcada 16b y 16b' se que
da sobre los flancos latoraios 15b ¥ 15b' ael salien-
te de forma de apéndice, 7
,,25. S En las figuras 7 378 estan representados ele
nentos wemiconductorés con &os conductores de conexidn
en cada caso, de los ecuales uno ests desarrollado como
alambre con cabeza 14 y ol otro como pl 1t1llo metalico
elevado en el eentro 14, Ls flgura 7, nmuesirya una eje

30, . cuclon conocida, la figura 8 muesira la ejeoucidn segun
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la invencidén. AL wnir por soldadura estos elementos
asemiconductores se ensambla por monbaje el cuerpo se- ;
miconductor‘l7 con su conductor de conexion 14 .y 14' ¥
luego se suelda con éste en una dnica pasada abierta,
En la_ejecucién conocida de la figura 7 pueden en edto
aparecer facilmente cortocircuitos de soldadura, mian-'
tras que esto no ocurre en la 2jecucion segﬁﬁvla 1n-
vencidn de la figura 8. Ia formacidn soldada 14, 17,
14' se circunda a continuacion por inyeceion con uns
masa de resine sintética 18.
N O T A

Descrita suficientemente 1la naturaleza del in
vento, asi como la manera de realizarlo en la practicsa,
debe\haoerse constar que lus disposiclones anteriormen-
te indicadas son susceptibles de modificaciones de deta -
lle en cuant% no alteren su principlo fundamental.v Tan
bién se hace constur que el invento, corresponde a una
solicitud de patente presentada en Alemania con fecha 5
de Mayo de 1,971, bajo el nimero P 21 22 104.5, acogién
dose por tanto & los beuneficlou gque comceden los Conve-
nios Int-rnacionales en vigor, siendo lo que constitu-
ye la esencia del referido invento y por lo que se soli

cita Patente de Invencion por 20 ailos en Espaiia sobre:

- PROCEDTMIERTO PAKA SOLDAR UN CONDUCTOR METALICO DE "CONE

XION & UK CUBRFPO SEWMICUNDUCTOR; caracterizédndose por lo
giguiente: |

18,~ Procediniento pura soldar un conductor
metalico de conexidn a un cuerpo semiconductor, median-
te soldadura blanda, en el que antes de unir por solda-

dura cstas dos partes se aplica soldadura liquida sobre
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el conductor de corexion por el procedimiento de to-

rrente, caracterizado porque la cara de cont2cto del

conductor de conexién & soldar con el cuerpo semicon-

‘ductor se desarrolla como card frontal de un saliente

en forma de apendice, y porque al aplicir el recubri-

miento de soldadura se aplica la soldadura 1liquida tam

bien sobre los flancos laterales del saliente en for-
me de apéndice,

28,. Procedimionto, seghn la reivindicacién
1, caracterizadé porque el saliente de forma de apén~
dice se desarrdlla de manera Que sy cara ffbntal que
sirve como cara de contacto es uné~céra plana, y por-
que sus flancos laterales forman un éngulo obtuse con
estJ‘car& frontal plana, | .

3¢, Procedlmlento para soldar un - conauctor
{

metalico de con@x1on & un cuerpo bemiconductor, tal y

como queda sustancialmente descrito en la presente Me-

moria y en lou adjuntos dibujos.
~ Esta Memoria, conste de siete hojas, escri-

tas a miquina por una sola cara.

Madrid, 24 ABR 1972
ROBERT BOSCH GMBH.,

L. GOMEZ ACEBQ Y MODET
3 8 Elamadu b Gineta Earafiadyd




ROBERT B\’.)S'CH GMZH 2 HOJAS~hoja 1

402040

111111

N5
hat A\

, r972

J, GOMEZ ACEBO Y MODET

Fig. 4 Fig. W&f
.

1La" ¥ /




ROBERT BGSCH GMBE 2 HOJAS-hoja 2

402040

(0 “ ,;
2 apn et
B ‘.,::"/.’ i) 3y
% St )
-~ P
3

ESCALA
VARIARLE

Ay o :
f ) t
N ‘
Q\:‘ N . /l
: SO N
NSRS N
N) SN
NN \’.\\4\ N 3
N SN N N
N \\\ N SRR
N RN
N AN NN RS
N RN \\\\\ N

\\ A

24 App 575

Madmd_____|
4 GOMEZ AGERD ‘{ MORET
! §i gy Elmades ks Gaotal Eatifader

18

N2 el Lk ond i

N
§§§§§\




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



